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Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/07683 



WEITERES VORGEHEN 



slehe Mitteilung Qber die Obersendung des Internatlonalen 
voriaufigen Prflfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 



Internationales AnmeldedatumrTa^onaWahr; 
13/10/1999 



Prioritfitsdatum (TagfMonaVTag) 
22/10/1998 



Internationale Patentklasslfication (IPK) oder nationale Wassifikation und IPK 
G06K1 9/077 



Anmelder 

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN et al. 



1 . Dieser internationale vorlauf Ige Prufungsbericht wurde von der mit d9r internationale vorlauflgen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem AnmeldGr gemaB Artikel 36 Qbermlttelt. 

2. Dieser BERtCHT umfa3t insgesamt 5 Blatter einschlieRlich dieses Deckblatts. 

H AuGerdem liegen dem Bericht ANUVGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit ^^^^^^^f^^^^^^^ 
und/oder Zeichnungen. die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde ''«g^t"- ""J^^^^I^^^S'^"^; 
Behorde vorgenommenen Berlchtigungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsnchtlin,en zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt -1- Blatter. 



3. Dieser Bericht enthSIt Angaben zu folgenden Punkten: 

Qrundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit. ertlnderische TStigkeit und gewerbliche Anwendbarkert 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erf indung 

BegrOndete Feststeilung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderische TStigkeit und der 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur StQtzung dieser Feststeilung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der intern ationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internatlonalen Anmeldung 



1 
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III 
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IV 
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V 




VI 
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VIII 
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PrQfung beauftragten Behdrde: 
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D-80298 MQnchen 
My Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bedienstetar 

Poth.H \^ /) 

Tel. Nr. 449 89 2399 2149 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAURGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzelchen PCT/EP99/07683 



I. Grundlage des Berichts 

1 Dieser Bericht wu«le erstellt auf der Grundlage {Ersatzblatter. die dem AnweUeamtauf Bine AiOfonlBrung^ch 
A^sl urn vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ate ■ursprunglici, emgereK^hf and smd ,hm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaften.): 

Beschreibung, Seiten: 

1 _i 2 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1 ^ eingegangen am 08/08/2000 mit Schreiben vom 04/08/2000 

Zeichnungen, Blatter: 

1 ursprungliche Fassung 

2. Autgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgetallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen ersteitt worden da diese aus den 
aiTgegeb^^^^^^^ GrQnden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt .n der ursprunglich 
eingerelchten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 

4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der ^^I'S"*" ""^ 

geXerblichen Anwendbarkell; Unterlagen und ErWarungen zur StOtzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkett (ET) 



Ja: 


Anspruche 


1-4 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-4 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-4 


Nein: 


Anspruche 





Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNAT10NALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aklenzeichen PCT/EP99/07683 



2. Unteriagen und Ericlarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daf3 die Internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



VIII, Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche. der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage. ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden. ist folgendes zu bemerken: 



siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 {Felder l-Vltl. Blatt 2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/EP99/07683 
PRUFUNGSBERICHT ■ BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1: EP-A-0842995 

2. D1 beschreibt schon die Verwendung von thermoplastischen Schmelzklebstoffen 
(vgt. S.2 Z.38-50 und S.4 Z.I 6-21) zur Herstellung von Komponentenschichten 
von Smart Cards {S.4 Z.15-16). 

Anspruch 1 fordert nun. daB die Verarbeitungsviskositat des thermoplastischen 
Schmelzklebstoffs in einem bestimmten Bereich liegt. 

Damit soli eine kostengunstige GroBserienfertigung der Karten ermoglicht werden 
(vgl. S.6 2ter und 3ter Abs. der Beschreibung der vorliegenden Erfindung). 

Es liegt kein Stand derTechnik vor, der diese Erfindung anregt; so spricht D1 
nicht die Verarbeitungsviskositat an, sondern die Enweichungstemperatur, urn 
eine Verformung des ubrlgen Kartenkorpers zu vermeiden (vgl. S.3 Z.I -4). 

Somit liegt dem Anspruch 1 eine erfinderische Tatigkeit zugrunde und damit auch 
den von ihm abhangigen Anspruchen 2 und 3, sowie dem Produkt-Anspruch 4. 



Fomiblatt PCT/BoibtaW409 (Blatt 1) (EPA-Aprii 1997) 



1NTERNAT10NALER VORLAUFIGER Intomatiohales AWenzeichoh • PCT/EP99/07683 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt VI 

Bestimmte angefiihrte Unterlagen 



Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 



Anmelde Nr. 
Patent Nr. 



JP-A-11134465 
W099/29797 
J p. A- 11 175682 
J P-A- 11232415 



VerSffentlichungsdatum 
(Tag/Monat/Jahr) 



21.05.1999 
17.06.1999 
02.07.1999 
27.08.1999 





Prioritatsdatum 


Anmeldedatum 


(zu Recht beansprucht) 


(Tag/Monat/Jahr) 


(Tag/Monat/Jahr) 


31.10.1997 


31.10.1997 


04.12.1998 


09.12.1997 


12.12.1997 


12.12.1997 


12.02.1998 


12.02.1998 



Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

1 . Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) li) PCT wird in der 
Beschreibung weder der in D1 offenbarte einschlagige Stand der Technik noch 
dieses Dokument angegeben. 

2. Die Beschreibung entspricht nicht den (neuen) Anspruchen (R.5.1a)lii)). 



Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

1 . Wahrend die Anspruche, insbesondere auch Anspruch 4, ausdruckllch 

thermoplastische Schmelzklebestoffe fordem, werden auf S.7 im 2ten Absatz der 
Beschreibung der vorliegenden Anmeldung auch andere reaktive 
Schmelzklebestoffe anstelle der thermopiastischen Schmelzklebestoffe genannt 
(Art.6 "Klarheit"). 



Formblatl PCT/B©ibtatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 



~ . ... " - - EP OQ9907683: 

^g-©8-2O0O.. Aiilage zum Schreiben voln 03.08.2000 / EPA/H 35r6.doc" 



Pat ntanspruch 



1. Verfahren zur Herstellung von elektronische Schaltkreise enthaltenden 
Kartenkorpern (Smart Cards) Oder Transpondem, dadurch 
gekennzeichnet dali als Komponentenschichtmaterial ein 
thermoplastischer Schmelzklebstoff verwendet wird, dessen 
Verarbeitungsviskositat zwischen 100 und 100.000 mPa.s (Brookfield, 
RVDV II + Thermosel) liegt. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dalS die Kompo- 
nentenschicht im Niederdruck-SpritzguHverfahren bei Drucken 
zwischen 1 und 50 bar und Verarbeitungstemperaturen zwischen SO'C 
und 250**C, vorzugsweise zwischen 100*'C und 230'*C gegossen wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet. dafi der 
Schmelzklebstoff auf der Basis von Polyamid, Polyurethan, Polyester, 
ataktischem Polypropylen (APP), Ethylen-Vinylacetat-(EVA)-Copolyme- 
ren, niedermolekularen Polyethyiencopolymeren oder deren Mischun- 
gen aufgebaut ist. 

4. Transponder oder mehrschichtiger Kartenkorper, dadurch 
gekennzeichnet, dali die elektronische Schaltkreise tragende Schicht 
nach einem Verfahren gemaS Anspruch 1 bis 3 hergesteilt wurde. 
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<^K^^ INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
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Applicant's or agent's file reference 
H 3516 PCT 


r\ c-iioT^uiTD Ar-rir*M Notification of Transmittal of International 
FOR FURTHER ACTION Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date {day/month/year) 


Priority date {day/month/year) 


PCT/EP99/07683 


13 October 1999(13.10.99) 


22 October 1998 (22.10.98) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




G06K 19/077 






Applicant 

HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 



1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of 



21 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70. 1 6 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



1 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of imity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


El 


VIII 





Date of submission of the demand 

03 May 2000 (03.05.00) 


Date of completion of this report 

17 August 2000 (17.08.2000) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



lational application No. 

PCT/EP99/07683 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been Jumished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed " and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

the international application as originally filed. 
I I the description, pages ^'^^ ^ as originally filed, 



I I the claims. 



pages 
pages , 
pages 

Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 
Nos. 



_ , filed with the demand, 
_ , filed with the letter of 
filed with the letter of 



1-14 



, as originally filed, 

, as amended under Article 19, 

, filed with the demand, 

, filed with the letter of 

, filed with the letter of 



04 August 2000 (04.08.2000) 



I I the drawings, sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 
sheets/fig 



, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 



2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. 



□ 

the drawings, sheets/fig 



3- nn report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 



Form PCT/IPE A/409 (Box I) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRE 



INARY EXAMINATION REPORT 



^^national application No. 
PCT/EP 99/07683 



V, Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-4 



1-4 



1-4 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

1. Reference is made to the following document: 
Dl: EP-A-0 842 995. 

2. Dl already describes the use of thermoplastic hot- 
melt adhesives {see page 2, lines 38-50 and page 4, 
lines 16-21) for producing component layers for 
smart cards (page 4, lines 15-16). 



Claim 1 seeks to ensure that the correct viscosity 
of the thermoplastic hot-melt adhesive lies within a 
specific range. 



This should permit the cards to be manufactured on 
an industrial scale, yet economically (see page 6, 
second and third paragraphs of the description of 
the present application) . 

None of the prior art suggests this invention; Dl 
does not mention correct viscosity, but distortion 
temperature for preventing distortion of the 
remaining body of the card (see page 3, lines 1-4). 

Consequently, Claim 1, and also Claims 2 and 3, 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PR 



filiwiNARY EXAMINATION REPORT 



ational application No. 
VEP 99/07683 



which are dependent thereon, and product Claim 4, 
involve an inventive step. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRELWIiNARY EXAMINATION REPORT 



Ir^l^Btional application No. 
P^^EP 99/07683 



VII. Certain defects in the international application 

The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

1. Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii), the description 
does not cite document Dl nor the relevant prior 
art disclosed therein. 

2. The description is inconsistent with the (new) 
claims (PCT Rule 5 . 1 (a) (iii) ) . 



Form PCT/iPEA/409 (Box VII) (January 1994) 



INTERNATIONAL PREBWiINARY EXAMINATION REPORT 



tional application No. 
PW/EP 99/07683 



VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fiilly 
supported by the description, are made: 

Whilst the claims, in particular Claim 4, expressly 
lay claim to thermoplastic hot-melt adhesives, the 
second paragraph on page 7 of the description of the 
present application refers to other reactive hot- 
melt adhesives in place of thermoplastic hot-melt 
adhesives ( PCT Article 6, clarity) . 



Form PCT/IPE A/409 (Box VIII) (January 1994) 



wo 00/25264 



PCT/EP99/07683 



Komponentenschicht fur Smart Cards aus Schmelzklebstoffen" 



Die Erfindung betrifft einen mehrschichtigen Verbundkorper, ein Verfahren 
zu dessen Herstellung sowie die Verwendung von thermoplastischen 
Schmelzklebstoffen zur Herstellung dieses Verbundkorpers. 

Die vorliegende Erfindung befalit sich ubenwiegend, aber nicht ausschlielJ- 
lich, mit der Herstellung von sog. Smart Cards. Unter einer Smart Card ver- 
steht man einen i. d. R. mehrschichtigen Formkorper in der Form einer 
Kunststoffkarte, die ubiicherweise mit Hinweis- und/oder Werbeaufdrucken 
und/oder mit Sicherheitsmerkmalen, wie z. B. einem Foto des Karteninha- 
bers, einem Magnetstreifen, einem Identifizierungszeichen in Form eines 
Hologramms oder dgl. versehen ist. Oblicherweise besteht diese Smart 
Card aus einer ein- oder doppelseitig kaschierten Kunststoffkarte. In den 
Kartenkorper der Smart Card ist ein sog. Modul eingebettet, dessen we- 
sentlicher Bestandteii ein elektronischer Schaltkreis (Chip) ist. Dieser Chip 
kann auf einem Tragerplattchen sitzen, das in einer bestimmten Ausfiih- 
rungsform mit mehreren elektrisch leitfahigen Oberfiachensegmenten ver- 
sehen ist. Dabei ist diese segmentierte elektrische KontaktflSche von au- 
Gen zuganglich, so dad Informationen, z. B. Daten und Identifikations- 
merkmale uber diese Kontakte mit extemen Rechnem und/oder Steue- 
rungsgeraten ausgetauscht werden konnen. 



wo 00/25264 
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Neuere Kartenarten enthalten eine mit dem Chip elektrisch verbundene 
Antenne im Kartenkorper, so daB uber diese Antenna sowohl der elektroni- 
sche Informationsaustausch als auch die Energieversorgung des Chips im 
Kartentrager beruhmngslos erfolgen kann. Derartige Smart Cards werden 
als Telefonkarten, Berechtigungskarten fur mobile Nachrichtengerate, 
Scheckkarten im Geldverkehr, Berechtigungsnachweise fur Krankenkas- 
sen, Fuhrerscheine, Zug- bzw. Bustickets eingesetzt bzw. vorgesehen. Der 
Benutzer schiebt dabei die kontaktlose Smart Card in einen Kartenleser 
Oder fuhrt diese in einigem Abstand an dem Leser vorbei, der uber eine 
entsprechende Antenneneinrichtung mit dem elektronischen Schaltkreis in 
der Smart Card in Verbindung tritt. Auf diese Weise kann z. B. bei einer 
Telefonkarte oder einer Scheckkarte oder einem Bahnticket ein vorhande- 
nes Geldguthaben uberpruft werden, eine Identitat festgestellt werden oder 
ein sonstiger Datenaustausch vorgenommen werden. 

Herstellverfahren fur die kontaktlosen Smart Cards sind im Prinzip bekannt. 
So beschreibt die WO-A-98/09252 ein mehrstufiges Herstellverfahren. Da- 
bei wird zunachst die sog. Komponentenschicht oder Kartenkorper mit OfF- 
nungen, Einsenkungen oder dgl. Hohlraumen versehen, danach werden in 
diese Hohlraume die im Kartenkorper anzuordnenden elektronischen Bau- 
teiie eingesetzt, darauf wird der Kartenkorper mit einem Kleber derart be- 
schichtet, da& die Hohlraume ausgefullt sind und der Kleber eine im we- 
sentlichen plane Oberflache bildet. AnschlieSend wird eine Deckfolie auf 
die Oberflache des noch nicht abgebundenen bzw. ausgeharteten und 
somit noch plastisch verformbaren Klebers aufgebracht. Die Deckfolie wird 
sodann mit ihrer dem Kartenkorper abgewandten Fiache auf einer Form- 
flache derart und so lange wahrend des AushSrtens des Klebers fixiert ge- 
halten. daB die AuRenkontur der Deckfolie und damit die Aulienkontur der 
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fertigen Smart Card der Kontur der Formflache entspricht. Als Kleber wird 
dabei ein kalt aushartbarer Klebstoff, insbesondere ein Epoxidklebstoff, 
vorgeschlagen. Urn die Schrumpfung dieses Klebstoffes zu verhindern, 
mufi dieser mit einem Fullmateria! wie Gias, Quarz oder dgl. gefullt sein. 
Dieses Herstellverfahren beinhaltet viele Arbeitsschritte und ist zeitaufwen- 
dig und damit sehr kostenintensiv. 

Die EP-A-0 692 770 beschreibt ein Verfahren. bei dem der Chip und die 
Antenne in den Holilraum einer SpritzguBform eingebracht werden, worauf 
ein thermoplastisches Material in diese Form, gegebenenfalls in mehreren 
Arbeitsschritten, eingespritzt wird. Als thermoplastisches Material werden 
typische Spritzgufimaterialien wie z. B. PVC, ABS (Acrylnitril-Butadien- 
Styrol-Terpolymer), Polyethylenterephthalat (PET), Polycarbonat (PC) Oder 
Poiyamid (PA) vorgeschlagen. Derartige SpritzguSmaterialien erfordern bei 
der Verarbeitung sehr hohe Temperaturen und hohe Drucke von z. B. 700 
kg/cm^. Derartig hohe Drucke und Temperaturen sind jedoch fur die 
einzubettenden empfindiichen elektronischen Schaltungen sehr schlecht 
geeignet, so dali diese haufig Schaden nehmen. 

Die EP-A-0 709 804 schlagt vor, in einem mehrstufigen SpritzguBverfahren 
zunachst eine Plastikscheibe in die SpritzguRform einzuiegen, auf die die 
Antenne plaziert wird. AnschlieSend wird ein flussiges Kunststoffmaterial 
(konkret genannt werden ABS, PC, PET, Poiyamid oder bei hoherer Tern- 
peratur hartbare Reaktivharze wie Polyurethan, Epoxy-Phenolharze uber 
der Antennenoberflache verteilt, wobei die Antennenanschlusse freigelas- 
sen werden. AnschlieSend wird eine Kunststoffschicht Ober die Antenne 
gelegt, die das Loch in der Karte schlieSt. Diese Kunststoffschicht hat eine 
Vertiefung, in die der elektronische Chip so eingebracht wird, da(i er mit 
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den Antennenanschlussen im elektrischen Kontakt steht. Auch diese Vor- 
gehensweise erfordert hohe Temperaturen und hohe Drucke fur die Spritz- 
gulischritte, zusatzlich sind weitere Arbeitsschritte erforderlich, um den 
elektronischen Schaltkreis in den Kartenkorper einzusetzen, zu befestigen 
und elektrisch mit der Antenne zu verbinden. 

Die JP-A-08 276 459 beschreibt ein Herstellungsverfahren fur kontaktlose 
Smart Cards, bei dem der Komponententrager aus einem glasfaserver- 
starkten Epoxidharz besteht, der eine Vertiefung hat und gegebenenfails 
Leiterbahnen, auch zur Ausbildung der Antenne, enthalt. In die Vertiefung 
der Komponentenschicht wird der eiektronische Chip eingebracht. An- 
schlief^end wird dieses gesamte Bauteile in eine SpritzguBform eingetegt 
und nach SchlieSen ein flQssiges, warmehartendes Kunststoffmaterial bei 
niederem Druck in das Werkzeug gespritzt und dort ausgehartet. Konkret 
vorgeschlagen wird hierzu ein warmehartendes Epoxidharz. Zur Aushar- 
tung des Epoxidharzes werden 4 bis 5 Minuten benotigt, nach der Ent- 
nahme des Gielilings aus der Gieliform ist eine Nachhartung durch Erwar- 
men auf eine bestimmte Temperatur und eine bestimmte Zeit notwendig, 
konkrete Angaben werden uber diese Nachhartung nicht gemacht. 

Die EP-A-0 350 179 beschreibt ein Herstellverfahren fur Smart Cards und 
ahnliche eiektronische Marken (token) mit Hilfe eines ReaktionsspritzguR- 
verfahrens. Dabei wird der eiektronische Schaltkreis durch eine durch das 
Reaktionsspritzgul^-Materiai gebildete Schicht eingekapselt. Die Deckfolien 
der beiden flachigen Seiten der Karte werden dabei wahrend des 
SpritzgieBens so der Form zugefuhrt, dad sie gleichzeitig als Entfor- 
mungsmittel zur leichteren Entfembarkeit des ausharteten Kartenkorpers 
aus der SpritzguBform dienen. Konkrete Angaben uber die Zusammen- 
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setzung des Kunststoffes fur das Reaktionsspritzguliverfahren werden 
nicht gemacht, es wird nur gesagt, dafi jedes Kunststoffmaterial oder jede 
Kunststoffmischung genommen werden kann, das die unter Reaktions- 
spritzguRbedingungen ausharten. ReaktionsspritzguRmaschinen sind be- 
kanntlich wegen der damit verbundenen genauen Dosiereinrichtungen 
teuer und aufwendig. 

Die EP-A-0 846 743 beschreibt eine thermopiastische hitzehartbare selbst- 
klebende Kiebstoffolie zum Implantieren von elektrischen Modulen in einen 
Kartenkorper, der mit einer Aussparung versehen ist, in die ein elektroni- 
sches Modul einzuordnen ist, das auf der ersten Seite mehrere Kontaktfla- 
chen und auf der gegenuberliegenden Seite einen IC-Baustein aufweist, 
dessen AnschluBpunkte uber elektrische Leiter mit den Kontaktflachen ver- 
bunden sind. Die Kiebstoffolie soli dabel aus einem thermopiastisclien Po- 
lymer, einem oder mehreren klebrigmachenden Harzen und/oder Epoxid- 
harzen mit Hartern gegebenenfalls auch Beschleunigern aufgebaut sein. 
Diese Klebstoffolien mussen in der Hitze bei etwa 150X fur 30 Minuten 
ausgehartet werden. 

Die JP-A-05 270 173 beschreibt ein Verfahren zum Herstellen von lami- 
nierten Kunststoffflachengebilden fur Kartenrohkorper. Dazu werden zwei 
steife PVC-Hartfolien mit einem feuchtigkeitshartenden Polyurethan- 
schmelzklebstoff mit einer 5 bis 50 pm starken Schicht bei 100 bis 120°C 
beschichtet und 10 Sekunden unter einem Druck von 5 kg/cm= verprelit. 
Bine dieser Folien weist dabei eine Aussparung oder einen durch Thermo- 
umformung erzeugten Hohlraum zur Aufnahme des spater einzufugenderi 
Mikroprozessors auf. Anschlieliend werden diese Flachengebilde ohne 
Pressung mehrere Stunden bei Raumtemperatur belassen, damit der 
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Klebstoff aushartet, urn ein Kartenbasismaterial zu ergeben, das in weite- 
ren Verarbeitungsschritten zur fertigen Smart Card verarbeitet werden 
kann. 

Es bestand also die Aufgabe, ein schonendes, schnelles und einfaches 
Verfahren zur Herstellung von Smart Cards zu entwickeln, das eine ko- 
stengunstige GroGserienfertigung derartiger Smart Cards ermoglicht. 
Die erfindungsgemaGe Losung der Aufgabe ist den Anspruchen zu ent- 
nehmen. Sie besteht im wesentlichen in der Venwendung von thermoplasti- 
schen Schmelzklebstoffen zur Herstellung der Komponentenschichten von 
Smart Cards sowie in einem Verfahren zur Herstellung dieser Smart Cards, 
bei dem die thermoplastischen Schmelzklebstoffe bei niedrigen 
Temperaturen und niedrigen Drucken im Niederdruck-SpritzguSverfahren 
eingesetzt werden konnen. 

Vorzugsweise werden als thermoplastische Schmelzklebstoffe die niedrig- 
schmelzenden Polyamide auf der Basis von Poiyaminoamiden, thermopla- 
stischen Polyurethanen oder ataktischem Polypropylen oder deren Mi- 
schung zur Herstellung der Komponentenschicht eingesetzt. Diese ther- 
moplastischen Schmelzklebstoffe zeichnen sich durch eine niedrige Visko- 
sitat von etwa 100 bis 100.000 mPa.s bei der Verarbeitungstemperatur aus. 
Dadurch konnen diese im Niederdruck-Spritzgufiverfahren bei Drucken 
zwischen 1 und 50 bar, vorzugsweise bei Spritzdrucken zwischen 10 und 
30 bar eingesetzt werden. Die Verarbeitungstemperaturen richten sich 
nach der Zusammensetzung des Schmelzklebstoffmaterials, sie liegen zwi- 
schen 80 **C und 250 **C, vorzugsweise zwischen 100 ''CTund 230 *'C. Die 
vorzugsweise einzusetzenden Polyamide haben bei 210**C in der Regel 
eine Viskositat unterhalb von 10.000 mPa.s. Besonders bevorzugte Berei- 
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Che der Verarbeitungsviskositaten bei 210°C liegen zwischen 1.500 und 
4.000 mPa.s, wobei diese Viskositat ublicherweise mit einem Brookfield- 
Viskosimeter vom Typ „RVDV II" mit Thermoselausriistung gemessen wird. 

In besonderen Fallen konnen anstelle der obengenannten thermoplasti- 
schen Schmeizklebstoffe auch reaktive, feuchtigkeitsnachvernetzende Po- 
lyurethanschmelzklebstoffe eingesetzt warden. Die feuchtigkeitsreaktiven 
Polyurethanschmeizklebstoffe erfordern zwar wegen ihrer Feuchtig- 
keitsempfindiichkeit wahrend der Appllkation einen erhohten Aufwand, ihr 
Vorteii liegt jedoch in der deutiich niedrigeren Viskositat bei den Verarbei- 
tungstemperaturen, reaktive Polyurethanschmeizklebstoffe haben bei 
130**C in der Regel Viskositaten < 25.000 mPa.s, vorzugsweise liegen 
diese Viskositaten sogar unterhalb von 15.000 mPa.s und ganz besonders 
bevorzugt unterhalb von 10.000 mPa.s bei ISO^'C, wobei die Viskositat ub- 
licherweise mit einem Brookfield-Viskosimeter vom Typ „RVDV 11" mit 
Thermoselausrustung gemessen wird. Ein Vorteii der Verwendung von 
feuchtlgkeitshartenden Polyurethan-Schmetzklebstoffen ist ihr niedriger 
Schmelzpunkt, der in der Regel unterhalb von 100**C, vorzugsweise unter- 
halb von 70 bis 80**C liegt, so dali auch sehr temperaturempfindliche 
Schaltkreise mit diesen Schmeizklebstoffen eingebettet werden konnen 
und auch sehr temperaturempfindliche Laminierfoiien verwendet werden 
konnen. Durch ihre Nachvernetzung mit Feuchtigkeit entsteht ein 
besonders widerstandsfahiger und temperaturbestandiger Verbund 
zwischen Komponentenschicht und Grund- und Deckfoiie. 

Durch die Verwendung des thermoplastischen Schmelzklebstoffes zur Her- 
stellung der Komponentenschicht kann das nachtragliche Herausfrasen 
des erforderlichen Platzes zur Aufnahme des Chips bzw. von Chip und 
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Antenne eingespart werden, da diese einzugieBenden Teile vor der Fertig- 
steliung des Grundkorpers in die entsprechende Vergufiform eingelegt 
werden konnen. Beinn anschlieBend VerguSvorgang werden Chip oder 
Chip und Antenne durch den so hergestellten Grundkorper (Komponenten- 
trager) dermalien umschlossen, daB sowohi eine zusatzliche Fixierung un- 
notig wird als auch eine eventueli notwendige Aufpolsterung bzw. Verful- 
lung der eiektronischen Komponenten nicht mehr nachtraglich vorgenom- 
men werden mussen. Es kann auch bei der Aufbringung der bedruckbaren 
Oder bedruckten Grund- und Deckfolie auf einen zusatzlichen Klebstoffauf- 
trag auf den Komponententrager verzlchtet werden, da dieser ja selbst aus 
Klebstoff gefertigt ist und, gegebenenfalls nach geeigneter Aktivierung 
durch Erwarmung, eine sichere Verbindung zu den Grund- und/oder 
Deckfolien schafft. 

ErfindungsgemaB lassen sich alle thermoplastischen reaktiven und nicht 
reaktiven Schmelzklebstoffe zur Hersteliung des Kartengrundkorpers ver- 
wenden, solange sie bei Verarbeitungstemperaturen zwischen 80 **C und 
250 '^C, vorzugsweise zwischen 100 '*C und 230 "C im Niederdruckspritz- 
guGverfahren verarbeitbar sind, d. h. ihre Verarbeitungsviskositat soil zwi- 
schen 100 und 100.000 mPa.s liegen. Der Druckbereich fur das Nieder- 
druck-SpritzguBverfahren liegt im Bereich von 1 bis 50 bar, besonders be- 
vorzugt ist ein Bereich fur den SpritzguB zwischen 10 und 30 bar. Hier- 
durch wird gewahrleistet, daB die eingelegten Chips oder sonst verwende- 
ten eiektronischen Speichermedien schonend umspult und nicht wie Im re- 
gularen SpritzguBverfahren durch hohe Spritzdrucke (500 bis > 1000 bar) 
beschadigt und zerstort werden konnen. 
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Je nach Art der verwendeten Gmnd- und Deckfolie fur die fertige Karte und 
der Anforderungen an Steifheit bzw. Eiastizitat des Kartenkorpers sowie 
dessen moglicher Temperaturbelastungen konnen die Schmeizklebstoffe 
aus den an sich bekannten Gruppen Polyamid (speziel! Polyaminoamid auf 
der Basis dimerisierter Fettsauren), Polyurethan, Polyester, Ethylen- 
Vinylacetat-(EVA-)Copolymer, niedermoiekulares Polyethylencopoiymer, 
ataktisches Poiypropylen (APP) oder deren Kombinationen ausgewahit 
werden. Wie oben bereits erwahnt, kann es in besonderen Fallen gunstig 
sein, anstelle der vorgenannten thermoplastischen Schmeizklebstoffe reak- 
tive Schmeizklebstoffe auf der Basis von feuchtigkeitsnachvernetzenden 
Poiyurethanen einzusetzen. 

Als Grund- bzw. Deckfolie konnen dabei alie hierfur im Prinzip bekannten 
Folien eingesetzt werden, beispielhaft enwahnt seien Folien auf der Basis 
von Polyester, insbesondere Polyethylenterephthaiat (PET), Polyvinylchlo- 
rid (PVC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) Oder Poly- 
imid. Diese Folien haben ubiichenweise Materialstarken bis zu 100 pm, vor- 
zugsweise liegen die Folienstarken im Bereich zwischen 30 und 70 pm. 

Bei dem erfindungsgemaBen Herstellverfahren kann auf verschiedene 
Weisen vorgegangen werden. Zum einen kann der Chip und gegebenen- 
falls die zugehorige Antenne zunachst in die Giefiform der Spritzgulianlage 
eingelegt werden, dabei konnen Chip und Antenne auch in 
vorkonfektionierter Form z. B. auf einer Tragerfolie vorliegen. Nach 
Schlielien der Form wird dann der Schmelzklebstoff eingespritzt. Nach 
kurzem Erkalten kann die Fonri geoffnet werden und die so hergestellte 
Komponentenschicht aus der Form entnommen werden. Fur die 
nachfolgende Kaschierung mit einer Grund- und/oder Deckfolie wird kein 
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weiterer Klebstoffauftrag benotigt, da die Matrix der Kartentragerschicht 
selbst als Klebstoff fungiert, die Folien mussen iediglich, gegebenenfalls 
unter Erwarmen, mit der Komponentenschicht verpreBt werden. 

Alternativ kann eine dunne Folie des Schmelzklebstolfs in die SpritzguS- 
form eingelegt werden, das elektronische Bauteil und die Antenne darauf 
plaziert werden. Anschlieliend wird die Form geschlossen und die elektro- 
nischen Komponenten durch Einspritzen weiteren Schmeizklebstoffmateri- 
ats vollstandig umhullt. Zum Laminieren mit der Grund- und/oder Deckfoiie 
ist ebenfalls kein weiterer Klebstoffauftrag notwendig, da auch hier, gege- 
benenfalls unter Erhitzen, die Folien mit der Komponentenschicht verprefit 
werden konnen und so dauerhaft mit der Schicht verbunden sind. Die 
Schichtstarke der Schmelzklebstoffmatrix inklusive des eingegossenen 
Chips liegt heute in der Regel zwischen 400 und 600, vorzugsweise bei 
500 [jm, kann aber je nach Chip-Typ dunner Oder dicker ausfallen. 

Fur die Einbettung des elektronlschen Bauteils und der Antenne in die Ma- 
trix der Kartentragerschicht aus dem Schmelzklebstoff kann in einer be- 
sonders bevorzugten Ausfuhrungsform ein Niederdruckverarbeitungssy- 
stem der Firma Optimel SchmelzguBtechnik verwendet werden. Die bevor- 
zugte Ausfuhrungsform der SpritzguBform ist in den Figuren 1 bis 3 darge- 
stellt. Dabei zeigt die 



Fig. 1 
Fig. 2 
Fig. 3 



eine Aufsicht auf das Unterteil der SpritzguBform 
eine Seitenansicht des Oberteils der SpritzguBform 
eine Detailansicht des Oberteils. 
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Gemafi Fig. 1 besitzt das Unterteil 1 der Spritzguliform eine Aussparung 2, 
deren Lange und Breite den Abmessungen des Oberteils der SpritzguB- 
form entspricht. Zusatzlich enthalt das Unterteil der SpritzguGform den Ein- 
spritzkanal 3, der so ausgebildet ist, dafl der Schmeizklebstoff in moglichst 
kurzen Taktzeiten die gesamte GieBform vollstandig und blasenfrei ausful- 
len kann. Aulierdem ist die Formgebung des Einsprltzkanais so ausgebil- 
det, daii das am Kartenkbrper verbleibende Anguateil nach dem Erstarren 
des Kartenkorpers leicht entfemt werden kann. 

Die Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht des Oberteils 4 der SpritzguBform 
an der Schnittlinie A-B der Fig. 1. In seinem oberen Randbereicii hat dieses 
Oberteil einen Vorsprung 5. so daS beim Eingreifen des Oberteils in die 
Aussparung 2 des Unterteils ein vollstandig geschlossener Raum in der 
SpritzguSform entsteht. Die Aussparung 6 des Oberteils 4 entspricht in ih- 
ren Langen- und Breitenabmessungen die zu fertigende Kartentrager- 
schicht, die Tiefe der Aussparung 6 entspricht der Dicke der zu fertigenden 
Komponentenschicht. 

Die Fig. 3 zeigt eine Detailansicht C der Fig. 2, in der die Aussparung 6 fur 
die Kartentragerschicht im Detail dargestellt wird. 

Alternativ konnen in einenn kontinuierlichen Fertigungsverfahren die Grund- 
und Deckschichtfolie der Spritzguliform glelchzeitig mit dem Chip und ge- 
gebenenfalls der Antenne, die gegebenenfalls auch in einer Kupferfolie auf 
einem dunnen flexiblen Film aufgebracht sein kann, zugefuhrt werden. 
Nach Schiieaen der Form wird wiederum der Schmeizklebstoff eingespritzt. 
Nach kurzem Erkalten und Offnen der Form kann der fertige Schichtkorper 
weiter transportiert werden. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, daS 
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die Gmnd- und Deckschicht gleichzeitig als Formtrennmittel in der Spritz- 
guSform dienen konnen. Dabei kann in alien vorgenannten Herstellverfah- 
ren die Grund- und/oder Deckfolie in einem vor- oder nachgelagerten Fer- 
tigungsschritt mit ubiichen Hinweis- und/oder Werbeaufdrucken und/oder 
Sicherheltsmerkmalen wie z. B. einem Roto des Karteninhabers, einem 
Magnetstreifen, einem Identifiziemngszeichen in Form eines Hologramms 
Oder dergleichen versehen sein. 

Die Vorteiie der erfindungsgemafien Verwendung von thermopiastischen 
Sciimelzkiebstoffen zur Herstellung der Komponentenschichten gegenuber 
dem Stand der Technik sind: 

• Es kann auf separat im normaien Spritzgul^verfahren herzustellendes 
Tragermaterial verzlchtet werden 

• Frasarbeiten zum Herstellen der Aussparungen fur den Chip und die 
Antenne entfallen 

• Weiterhin entfSlIt das separate Einkleben von Chip und Antenne in die 
Aussparungen 

• Nach dem Kaschieren mit Grund- und Deckfolie gibt es kein „read 
through" der Unebenheiten herkommlicher Fertigung, da die Kartentra- 
gerschicht zum einen eine sehr glatte Oberflache besitzt und zum ande- 
ren selbst als Klebstoff fungiert. 

Obwohl das Hauptanwendungsgebiet der Erfindung in der Herstellung von 
kontaktlosen elektronische Schaltkreise enthaltenden Karten (Smart Cards) 
besteht/ kann diese Technik atich zur Herstellung von Trahspondem fur die 
Fahrzeugindustrie, im Maschinenbau und Behalterbau zur Steuerung von 
Ablaufen verwendet werden. 



wo 00/25264 



13 



PCT/EP99/07683 



Pat ntanspruche 

1 Verwendung von thermoplastischen Schmelzklebstoffen zur Herstellung 
von Komponentenschichten von Smart Cards. 

2. Venwendung von thermoplastischen Schmelzklebstoffen zur Herstellung 
von Transpondern. 

3. Verwendung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet. daR der 
Schmeizklebstoff auf der Basis von Polyamid, Poiyurethan, Polyester, 
ataktischem Polypropylen (APP), Ethylen-Vinylacetat-(EVA)-Copolyme- 
ren, niedermolekularen Polyethylencopoiymeren oder deren Mischun- 
gen aufgebaut ist. 

4. Verfahren zur Herstellung von elektronische Schaltkreise enthaltenden 
Kartenkorpern (Smart Cards), dadurch gekennzeichnet, daG als Kom- 
ponentenschlchtmaterial ein themriopiastischer Schmeizklebstoff ver- 
wendet wird, dessen Verarbeitungsviskositat zwischen 100 und 100.000 
mPa.s (Brookfield, RVDV II + Thermosel) liegt. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Kompo- 
nentenschicht im Niederdruck-Spritzguftverfahren bei Drucken zwischen 
1 und 50 bar und Verarbeitungstemperaturen zwischen 80**C und 
250"C, vorzugsweise zwischen 100**C und 230''C gegossen wird. 

6. Mehrschichtiger Kartenkorper, dadurch gekennzeichnet, daB die elek- 
tronische Schaltkreise tragende Schicht aus einem thermoplastischen 
Schmeizklebstoff besteht. 
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Aktenzelchen des AnmeldeiB oder Anwalts 

H 3516 PCT 


WEfTERES MItteilung Qber die Ubemiftttung des tntematlonaien 

Recherehenbertchts (Fombtetl PCT/ISA^O) eowrte. sowett 
VORGEHEN zutreff end. nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzelchen 

PCT/EP 99/07683 


Intemattonales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

13/10/1999 


(FrOhestes) Prtoilt&tsdattmi (Tag/MoruaUahr) 
22/10/1998 



AnmekJer 



HENKEL KOHMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN et al . 



DIeaer Intemattonale Recherchenberlcht wurde von der Intematkxialen RecherohenbeTWyrde eretelll und wtrd dem Anmelder gemdB 
AiUkBl 18 GbenmlttelL EIne Kople wtrd dem Intsmattonalen BQro QbennfttelL 

DIeaer Internationale RecherchenberlcM umfaBt Insgesamt _3 Blfflter. 

Pn DariU)er hinaus Degt Ihin Jewetts e(ne Kople der In dlesem Bericftt genannten Untedagen zum Stand der Technlk beL 

1 . Qnindlaoa dea Boric hts 

a. HInslchtflch der Sprache tst die Intematlonale Recherche auf der Qrundlage der Intemattonalen Anmeldung In der Sprache 
durchgerahrt worden, In der ale elngerelcht wurde, aofem unter dlesem Punkt nlclits anderes angegeben IsL 

r~| Die tntematkxiale Recherche lat auf der Gnindlage elner bel der BehOrde eingerelchten Obersetzung der Intemattonalen 
*— ' AnmeMung (Regel 23.1 b)) dunchgefOhrt worden. 

b. HInslchtDch der In der lntematk}nalen AnmekJung offenbaiten Nuctootkl- und/oder AminoaflwoaeqtMnz 1st die Intematkmale 
Recherche auf der Gnmdlage dea Sequenzprotokdls durchgefOhit worden, das 

In der Intentatfcxialen Anmektung In SchiifDcher Fonrn enthalten Ist 

zusammen mit der IntemaHonalen AnmeMung In oomputertosbarer Fonn eIngerekM worden tet 
bel der Beh6rde nachtragDch In achrffHk^ Fonn elngerelcht worden IsL 
bel der Beh6rde nachtrSgllch In oomputeriesbarer Form eingerefcht worden lat 

Die Eild&ning, daB das nachtrflgOch eingeretehte achrlRflche Sequenzpralokoll nicht Qber den Ofrenbaaingsgehalt der 
lntenrtatk>nalen Anmeklung Im Anmeklezellpunkt htnauageht, wurde vorgelegL 

Die Erfd&Ring, daB die m oomputeiiesbarer Fonn erfaBten Infonnatlonen dem schrtftflchen Sequenzprotokoll entsprechen. 
wurde vorgelegL 

Bestimmta AnsprCkche habon aich als nicht recherchierbarerwieaan (slehe Fekl I). 
Mangelnda EinhaiUichkBit der Erfindung (slehe Feld II). 

4. Hlnsk:htllch der BeTOichnung der Erfindung 

pT] wird der vom Anmekler eingerekihte WorUaut genehmlgL 
I I wurde der Wottlaut von der Behdrdewlefolgtfestgesetd: 



□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



5. HInstehtllch der Zusammenfaasung 

nn wtrd der vom Anmekler elngerek:hte Wortlaut genehmlgt 

„ wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) In der In FeW 111 angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzL Der 
n AnmeMer kann der Behdrde Inneftiafc eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses lntematk>nalen 
Recherchenberichts etne Siellungnahme voriegea 



Folgende AbbOdung der Zaichmingsn lat mIt der Zusammenfaasung zu verflfTentllchen: Abb. Nr. . 



n wie vom Anmelder vorgeachlagen [T] kelne der Abb. 

I I well der Anmektor sebst kelne Abblklung vorgeschlagen hal 
I I well dlese AbbOdung die Eiflndung beaser kennzek:hneL 
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IPK 7 G06K19/077 B29C45/14 C0905/06 



Nach der irrtemallonalen PatentWassttBtaOon (IPK) oder nach def natlonalen Klagafflkatlon irtd der IPK 



a RECHERCHIEnTEGEBtETE 



Recherditerter MndestpiDfetoff (KJassMkatlonssystetn ur>d Klassfflkattonssytnbole ) 

IPK 7 G06K B29C C09J B42D GOIS 



RechereWerte aber n*oW am MndeetpwiKSatolf gehiSrendo Ver&ffertllchungea aowett dese unter die recheroWeiten QeUete faJen 



Wahrend der Irtematlonaten Recherche konsUtterte eJektronteche Daterbenk (Name der Datenbank und evil. werwerKlete Suchbegrifle) 
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PATENT ABSTRACTS OF OAPAN 

vol. 1999, no. 10. 

31. August 1999 (1999-08-31) 

& OP 11 134465 A (KONICA CORP), 

21. Mai 1999 (1999-05-21) 

Zusamnenfassung 

& DATABASE UP I 

Week 199931 
Derwent Publications Ltd,, London, GB; 

AN 1999-362291 
Zusammenfassung 

-/- 



1.3,6 



CD 



Wettere VefOffentSchungen dnd der Foitsetzuig vcn Feld C 2u 
enlnehmen 



ID 



Slehe Anhang Patentfamffle 



* Beeondere Kategorien von angegebenen Verdffenttkihirtgen 
"A" VerOffentlldiLrta, de den allgefndnen Stand der Techrflc defMert 
aber nteht ala besonders bedeutsam anzLsehenlst 

"E' stereo Dokunent, dasjed och erst am oder nach dem tntemattonalen 
Arunddedatun verdffentlcht wcrden 1st 

"L' Veitiffentlkhiiig, de geei^wtlsL dnen Prtorttatsanspruch zvMtfee«n er- 
sdielnen zu lassen, oder durch de das VerdffentllchLngsdatuin etner 
anderen Im Rechercherbericht genamten Verdffentlk^niiig belegt weiden 
sci Oder die aus ebiem arxleren beeonderen Qnnd angegeben (st (wie 
ausgefllhrt) 

'•0" VercMfentichung, die etch auf eine mQndk:he OfTenbeiung. 

eim Benuta^, eIne Ausstetling oder aridere MaBnahmen bezleht 
"P" VerfiffefTtllchmg, de vor dem kntemadonalen Anmddedatun, aber nach 



T* Sp&lere VerdftenttchLng. de nach dem ttttemallcrtalen AnmeidedatLm 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentlfeht worden 1st lsxI mit der 
Anmekkingntehtkoakieft sondemnurzum Veretiindiis des der 
Erlkidung zugnnddtegenckn Prtnslps oder der Ihr zugiundeUegenden 
Theode angegeben tst 

"V VerOffenfltchuig von beeonderer Bedeutung; de beanaptuchte Erflnduig 
kann alldn aufgiund deeer VerOfTentllchurig nk:ht als neu oder auf 
efflnderischer T£U]0celt tienJiend betraclitei werden 

"Y" Veriiflentfkjhing von beeonderer BedeutLsig; de beenepiuchte Eif mkng 
kann nkht ate auf efflndertscher T^dcett beni^end betrachtet 
werden. wem de Vei W entlhdxPTgriTh eCner odermehreren anderen 
VerbfTentBchuigen deeer Kategocle In VettJlndurtg gebracht wird und 
dese Veikk\fkM\g (Ur ekien Fat^wnam naheiegendlst 
Ver&fTentlkshmg, de Mt^led derset>en PatentfamSle 1st 
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Derwent Publications Ltd., London, G6; 
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1,3 
6 
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vol. 1999, no. 12. 
29. Oktober 1999 (1999-10-29) 
& JP 11 175682 A (HITACHI MAXELL LTD), 
2. Juli 1999 (1999-07-02) 
Zusannenfassung 
& DATABASE WPI 
Week 199937 

Derwent Publications Ltd., London, GB; 

AN 1999-434756 
Zusammenfassung 


1.6 
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EP 0 842 995 A (BEIERSDORF AG) 
20. Hal 1998 (1998-05-20) 
Anspruche 5-7 


1,6 
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UO 97 48562 A (MURASAUA YASUHIRO 
;MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JP)) 
24. Dezember 1997 (1997-12-24) 
Zusannenfassung; Abblldung 1 


1.6 
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US 5 776 406 A (HEIDER ROLAND ET AL) 
7. Juli 1998 (1998-07-07) 
Anspruche 1,19,21 
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DE 197 09 985 A (PAV CARD GMBH) 
17. September 1998 (1998-09-17) 
Spalte 1, Zeile 1 - Zeile 21 
Spalte 12, Zeile 43 - Zeile 48 
Anspruch 34 
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APPLICATION NUMBER 
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03348128 



APPLICANT : KURARAY CO LTD; 



INVENTOR 
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TITLE 



MATSUMOTO MITSUO; 

C08G 18/32 C08G 18/42 C08G 18/67 

POLYURETHANE AND ITS 
PRODUCTION 




ABSTRACT : PURPOSE: To produce a polyurethane which Is excellent in cold resistance, abrasion 
resistance, and mechanical properties and becomes heat-resistant when post-cured by 
reacting a high-molecular-wL polyol having specific structural units with an org. 
polyisocyanats. 

CONSTITUTION: A high-mol.-wt. polyol having structural units of the formula (wherein (n) 
is 0 or 1 ) in the molecule and a number-average mol.wt. of 500-30.000, is reacted with an 
org. polyisocyanats to give the objective potyurethane having a main chain consisting 
substantially of the high-mol.-wt. polyol and the polyisocyanate. This polyurethane is 
excellent in mechanical properties and abrasion resistance without detriment to the 
low-temp, flexibility and has polymerlzablo groups capable of being post-cured. 
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